CHIP NHO DO HOA TEC PO NHANH GAP BOI HIEN NAY

Hynix vira cong bé sén phdm GDDR 4, duoc tich hop trong thiét bi game va card dé hoa méy
tinh, c6 t6¢c d6 hoat déng lén 16i 2,9 Gb/gidy. Chip GDDR4, cdi tién tr thé hé GDDR3, cé khé
ndng xu ly khéi lvong 16n cac hinh dnh game va video véi t8c d6 cao hon nhiéu so v

Hynix vira cong bé sén phdm GDDR 4, duoc tich hop trong thiét bi game va card dé hoa méy
tinh, c6 t6¢c d6 hoat déng lén 16i 2,9 Gb/gidy. Chip GDDR4, cdi tién tr thé hé GDDR3, cé khé
ndng xv ly kh&i lvong lén cdc hinh dnh game va video véi t8c d6 cao hon nhiéu so véi chip nhé
d6 hoa nhanh nhét trén thi truong hign nay (1,6 Gb). Hynix khéng dinh GDDRA4 la sén pham ly
tudng cho dién todn 64 bit. GDDR4 cling cho phép xu ly t8ng céng 11,6 Gb di liéu trong mot
gidy. Hang dy dinh bat dau phat hanh phién ban méu trong thoi gian t6i va sén xuét hang loat
ngay dau ndm sau. T quy IIl/2006, céng ty s& néng t&c d6 [én 14,4 Gb/gidy. Mat dé bit (512
Mb) va t6c d6 GDDR4 cda Hynix cdi tién vuot qua cd chip cda d6i thd Samsung ra mét cudi théng
10. Khi d¢, héng dién tu s6 mét Han Quéc tuyén bs ho da dan déu cudc dua véi GDDR4 mét d
256 Mb, t6c d6 2,5 Gb/gidy. Samsung cho biét ho s& giéi thiéu chip GDDR4 2,8 Gb/gidy cudi
ndm nay. Céng ty tin tudng thi truong card dé hoa chét luong cao s& phdt trién manh bét ddu tr
nta sau 2006. Rambus, héng sdn xudt DDR cla My, cling vira phét trién cong nghé mang tén
XDR2, néing khd nang truyén di liéu nhdp/xudt cda DRAM én 8 GHz.



